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Benutzerdefinierter Ptfe-Wafer-Reinigungs-Blumenkorb
Chemikalienbestandiger Fluorpolymer-Trager Fur

Halbleiteratzung Und Neue Energieverarbeitung
ArtikelInummer: PL-CP149

Einfuhrung

Optimieren Sie lhre Halbleiter- und New-Energy-
Fertigung mit kundenspezifischen PTFE-Wafer-
Reinigungs-Blumenkdrben. Entwickelt fur
extreme Chemikalienbestandigkeit wahrend
Atzung und RCA-Reinigung gewahrleisten diese
hochreinen Fluorpolymer-Trager
Prozessintegritat und langfristige Haltbarkeit in
anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Mehr erfahren

Halblei RCA-Reini Sequenzielle Reinigung von Siliziumwafern mit SC-1- und SC-2-Lésungen Keine Kontamination und Bestandigkeit gegenlber
: =T zur Entfernung organischer und metallischer Verunreinigungen. Ammoniak/Peroxid-Gemischen.
Fluorwasserstoffsaure (HF)- Entfernung von natirlichen Oxiden oder kontrollierte Atzung von Absolute Bestandigkeit gegeniiber HF, das Glas- oder
Atzung Siliziumdioxidschichten auf Waferoberflachen. Quarzalternativen auflésen wirde.
. R Nasschemische Atzung von monokristallinen oder polykristallinen Konsistente Schlitzausrichtung gewahrleistet gleichmaRige
Photovoltaik-Texturierung . . " . .
Siliziumwafern zur Erstellung lichtfangender Oberflachen. Texturierung tber groBe Chargen.
. . . Aggressive Entfernung organischer Ruckstande und Photolack mit Halt extremen exothermen Reaktionen und hochtemperierter
Piranha-Lésungs-Verarbeitung N . N R
Schwefelsdure und Wasserstoffperoxid. Saureeinwirkung stand.

. Kritische Reinigung von Wafern nach chemisch-mechanischem Polieren zur ~ Glatte Oberflachen und hoher Abfluss verhindern erneute
Spilung nach CMP

Entfernung von Schleifpasten. Partikelablagerung.
Verbindungshalbleiter- Spezialisierte Reinigung von GaAs- oder InP-Wafern fiir die Herstellung Anpassbare Schlitzgeometrie fiir nicht standardmaRige
Vorbereitung fortschrittlicher elektronischer und optoelektronischer Bauelemente. Waferdicken und -gréRen.
Beladung von Positionierung von Substraten in kundenspezifischen Reaktionskammern MaRgeschneiderte Abmessungen ermdglichen perfekte
Mikrokanalreaktoren fir kontrollierte chemische Gas- oder Flussigphasenabscheidung. Passform in kundenspezifischen Laboraufbauten.
Lithografie-Entwicklung Halten von SL'Jbstrat.en w'é'\hrendl der Entw.i_cklung und Entfernung von L§§ungsmittelbesténdigkgit gewé_hrleistet, dass der Trager
Photolackschichten in Mikrofertigungsablaufen. wahrend des Prozesses nicht zerfallt oder ausgast.
Spezifikationsdetail fir PL-CP149
Modellbezeichnung PL-CP149 Serie
Materialkonstruktion 100% Virgin Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)
Herstellungsverfahren Vollstandig kundenspezifische CNC-Bearbeitung
Chemische Kompatibilitat Universal (Sauren, Basen, Losungsmittel, Oxidationsmittel, HF)
Betriebstemperaturbereich -200°C bis +260°C (-328°F bis +500°F)
Wafer-Kompatibilitat Anpassbar fur 2", 3", 4", 6", 8", 12" oder nicht standardmaBige GroRen
Schlitzkonfiguration Vollstandig anpassbar (Variabler Abstand, Breite und Tiefe)
Schlitzanzahl Definiert nach Kundenanforderung (z. B. 10, 25, 50 Kapazitat)

info@kindle-tech.com | https://kintek-solution.com



https://de.kintek-solution.com/products/custom-ptfe-wafer-cleaning-flower-basket-chemical-resistant-fluoropolymer-carrier-for-semiconductor-etching-and-new-energy-processing?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kintek-solution.com?utm_source=pdf

Parameter

Griffdesign
Oberflachenfinish
Reinheitsstandard

Ablaufmerkmale

Spezifikationsdetail fiir PL-CP149

Integriert, abnehmbar oder verlangert (Anpassbare Lange)

Glattes, porenarmes bearbeitetes Finish
Geeignet fir Spurenanalytik und Reinraum der Klasse 10/100

Anpassbare Ablauféffnungen an Boden/Seite
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